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はじめに 
 
本書では三洋 CMOS ASICを設計するにあたり、その方法（手段）をご理解して頂くよ

うに作成しました。 
ASIC の性格上、設計においてルールづけがなされていますので、必ず本書を御一読下
さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ご注意： 

(1)  本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 
(2)  本書の内容について万全を期して作成しましたが、万一ご不明な 
点や誤りがありましたらご連絡下さい｡ 
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